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Pripadova Studia: Implementicia SIX SIGMA koncepcie v procesoch nabytkarskej
vyroby

Implementéaciu Six Sigma s vyuzitim niektorych nastrojov v ramci DMAIC stru¢ne
ilustrujeme na pripadovej $tadii v konkrétnych procesoch vyroby nabytkarskeho podniku.
Nepriaznivl situdciu v oblasti vykonnosti procesov, vysoky pocet nezhodnych vyrobkov
a reklamacii od zakaznikov sa rozhodol podnik riesit’ implementaciou Six Sigma, ktora by mala
zabezpecit’ zlepSenie parametrov procesov a zlepSenie vzniknutej situacie.

Implementicia SIX SIGMA KONCEPCIE s vyuZitim krokov DMAIC
Faza DEFINE - definovat’

Vo faze definovat’ bol na zéaklade analyzy nezhodnych vyrobkov stanoveny problém,
ktory bolo potrebné riesit. V charte projektu bol sformulovany ciel’ projektu v presnych
Cislach, stanovené terminy pre implementaciu rieSenia a terminy predpokladaného trvania
jednotlivych faz. Stanovené boli predpokladané obmedzenia, ako napriklad vymedzenie
percenta pracovného ¢asu zamestnancov, ktory bude potrebny na realizaciu projektu. Do
predpokladov bolo navrhnuté prijatie kazdého rozumného navrhu pre zlepSenie procesu. V
smerniciach timu bol uvedeny vopred dohodnuty presny cas stretnuti timu. Presne bolo
zadefinované zlozenie projektového timu, pretoze od planu Cinnosti ¢lenov timu a ich
organizacie pracovného Casu zavisela uspesnost’ projektu. V predbeznom projektovom plane
bol navrhnuty konkrétny rozpis vykonu ¢innosti na ¢lenov timu, terminy ich plnenia, kontroly
a revizii, ako aj rozpis plnenia napravnych opatreni. Jednoducho a presne definovany
projektovy plan vytvoril zaklad pre zjednoduSenie administrativy pri jeho rieseni.

Analyzou zdrojovych udajov pri vyrobe 18 230 ks dielcov boli zistené vysledné
priemerné hodnoty DPMO, efektivnosti a trovne sigmy vybranych procesov spolo¢nosti ako
su lisovanie, olepovanie bo¢nych ploch, povrchova tiprava, spajanie a manipuléacia. NajhorSie
hodnoty sa dosiahli v procese lisovanie, v ktorom podl'a DPMO pripadlo 107 536,58 nezhod
na milion prileZitosti, vystupny vynos procesu lisovanie bol vyjadreny priemernou hodnotou
efektivnosti 89,27 % a priemernou tGroviiou sigma s hodnotou 2,7. Tento proces bol na zaklade
vysledkov analyzy oznaceny za kriticky. Ostatné procesy vykazovali efektivnost’ cez 99 %
a hodnoty trovne sigma od 4,1 do 4,7.

Podnik si za prioritu stanovil usporu nakladov na nezhody o 10 % a zvySenie urovne
sigma kritického procesu z 2,75 na 2,85. ZniZenie poctu nezhdd a tym aj nasledné zvySenie
spokojnosti zakaznikov bolo povazované za prioritny prinos.

Vo faze Define boli vyuzité nastroje a metody:

- Vypocet DPMO, efektivnosti a irovne sigma
Charta projektu (project charter)
Histogram chyb sposobenych pri nanasani lepidla
SIPOC — mapa procesu lisovania



Tabul’ka 1 Charta projektu

CHARTA PROJEKTU (PROJECT CHARTER)

Nézov projektu Redukcia nezhodnych vyrobkov znizi ndklady na nezhody o 10 %
Nazov procesu Yellow Belt | Green Belt | Black Belt Master Champion
Black Belt (veduci timu)
LISOVANIE Operétor - Majster Veduci Inzinier Riaditel’ pre
lis strediska vyroby $pecialista kvalitu
lisovanie
Datum Datum Definovat’ Merat’ Analyzovat’® | ZlepSovat’ Riadit’
zaCiatku skonéenia (Define) (Measure) (Analyze) (Improve) (Control)
projektu etap
projektu
01.03.2020 30.03.2020 31.08.2020 30.09.2020 30.11.2020 31.01.2021
Suvislosti problému Nezhodné dielce v procese lisovania suvisia s nanosom lepidla.
Identifikacia problému Pocet nezhodnych dielcov v procese lisovanie je 5 875 ks z lisovacej linky ¢.
1. efektivita DPMO, naklady. Cinnosti st vykonavané automatizovane,
zamestnanec ovplyviiuje nastavenie nanosov lepidla.

Rozsah projektu ( aZ po zmenach v procese)

Zaciatok procesu Vditane Koniec procesu Poznamky
Definicia ciel’a Metody Sucasna urovei Ciel'ova uroven
1. Znizenie poctu Analyza nezhod, DPMO, | Six Sigma 2,75 Six Sigma 2,85
nezhodnych dielcov efektivnost, uroven
Sigma
2. Znizenie ndkladov na 26 % 10 %
nezhodné dielce o 10 %
Prinosy Financné Zakaznicke Iné
Uspora nakladov na Zvysenie efektivity Zvysenie spokojnosti
nezhody v €. a urovne sigma procesu internych a externych
lisovania znizenim poc¢tu | zakaznikov
nezhod
Obmedzenia 10 %
organizacného pracovného
zabezpecenia casu
pracovnych povinnosti
zamestnancov
Predpoklady pre Kazdy rozumny navrh pre zlepSenie suc¢asného procesu, ktory bude vysledkom
zlepSenie brainstormingu sa bude brat do tvahy. Nové navrhy procesov nebudu
akceptované.
Smernice timu ( ¢as Stretnutia timu sa uskuto¢nia 1x tyzdenne po operativnej porade, v pondelok
stretnuti timu) 09,30 hod. s prihliadnutim na plynulé zabezpecenie chodu vyroby. Uréenie
terminu ma v plnej kompetencii riaditel’ pre kvalitu.

ZloZenie timu

Kou¢ Clenovia timu
Podpora Rizika
Druh Aktivita na odstrinenie
rizika

Akceptovatel’'né normalna pozornost’

Tolerovatel’né monitoring

Materialne prijatie napravnych
opatreni

Neakceptovatel’né okamzité vykonanie
napravnych opatreni




Faza Measure - merat’

Zakladom pre planovanie urovni Six Sigma bolo ziskanie relevantnych informacii
0 procese a to meranim klI'iCovych ukazovatel'ov kvality, ktoré sleduju variabilitu. Pokial’ je
znama variabilita procesu pre konkrétny parameter a je nam taktiez zndma poziadavka, ktord je
spravidla vyjadrena Sirkou toleran¢ného pol'a vyjadrena rozdielom hornej (UTL) a dolnej
(LTL), vieme thto skutocnost’ vyjadrit’ ¢iselne prostrednictvom koeficientov sposobilosti.

Plan merania v ramci aplikdcie a implementdcie metodiky Six Sigma

Prvym krokom pri zostavovani pldnu merania v ramci aplikacie a implementacie
metodiky Six Sigma podl'a Pande - Neuman - Cavanagh (2002) boli stanovené na zaklade
vysledkov analyzy nezhodnych vyrobkov, ktorej vysledkom boli hodnoty DPMO, efektivnosti
procesu v % atrovne sigma v procesoch lisovanie, olepovanie bo¢nych ploch, povrchova
uprava, spajanie a manipulacia otazky tykajice sa podstaty merania t. j. ¢o budeme merat’ a ¢o
chceme meranim docielit’. Variabilita kritického procesu bola vyjadrena hodnotou sigma
2,74. Pri¢inou vysokej hodnoty nezhodnych vyrobkov bol nerovnomerny néanos lepidla na
dielci, ¢o sposobovalo vysoky pocet nezhod na vystupe z procesu lisovania. Odpoved’ na otazku
,, Co budeme merat’ 2 bola hmotnost’ ndnosu lepidla v ¢. Cielom merania bolo dosiahnut
zniZenie variability procesu lisovanie - operdcie nandsanie lepidla s vystupom kvalitnych
dielcov a s nizkym vyskytom nezhod.

Druhy krok bol zamerany na definovanie konkrétneho znaku kvality a to hmotnosti
ndnosu lepidla na jednej strane dielca v g, ktora bola nasledne prepoéitana na g/m?. Menovita
hodnota znaku kvality podla technickych podmienok a procesnej schémy lisovania pre
zosadenky dub bola 52g/m? s odchylkou +4g/ m? . Horna toleranéna hodnota USL = 56 g/m?
a dolnd toleranénid hodnota LSL = 48 g/m? Proces lisovania sa uskutochoval na
synchronizovanej linke. Hlavnymi zariadeniami linky boli nanasacka lepidla typ Burkle DAK
1400 a lis typ Burkle 11176-350. Pridavnymi zariadeniami v linke boli naklada¢ DTD, diskova
draha, upinacie vidly, nakladae zosadenky, stohovacie =zariadenie, dopravné pasy
a dopravniky. Uvedené zariadenia s technickymi parametrami boli vyuzité na vypracovanie
procesnej schémy lisovania. Vyrobnym zariadenim, ktorého spésobilost’ bola skimana bola
nandsacka lepidla. Na uvedenom stroji sa vyskytol najvacsi pocet nezhdd. Dalsim krokom
pripravy merania bolo zist'ovanie, ako ziskat’ iidaje o kvalitativnom znaku - hmotnosti
nanosu lepidla. Vzhl'adom k tomu, Ze proces bol vytypovany na zaklade analyzy nezhod a bolo
potrebné ziskat' aktualne udaje pre vypocet koeficientov sposobilosti, jediny spdsob ich
ziskania bolo meranie. Pri zbere dat bola napomocna obsluha vyrobného zariadenia, bez ktore;j
by sa zber tidajov z pohl'adu obsluhy a bezpe¢nosti prace nemohol uskutoénit’. Na zber dat boli
pouzité vopred vypracované formulare.

Pre oblast vyskumu bolo potrebné zhromazdit' zakladné technologické Specifikacie
nevyhnutné pre nasledné vypocty vykonu vyrobnych zariadeni a to st nanasacka lepidla a lis.
Technologické parametre pre nandsacku lepidla:
> ndnos lepidla pre dyhu buk je podla interného technologického predpisu 52 g/m?
+4g/m?. Kontrola ndnosu lepidla sa vykonava meranim na elektronickych vahach.
» teplota nanasacich valcov, ktora je v rozpiti od 2 do 4°C podlieha vizualnej kontrole.
V stcasnosti firma pouziva lepidlo Rakoll 4330-Fuller.
V navrhu aplikacie a implementacie metodologie Six Sigma boli namerané hodnoty hmotnosti
nanosov lepidla pouzité na zistenie variability procesu lisovanie - nanasanie lepidla
prostrednictvom koeficientov sposobilosti. Prvym koeficientom bol index spdsobilosti C, ako
ukazovatel’ potencialnej sposobilosti procesu, ktory charakterizuje rozptyl procesu. Druhym
koeficientom bol kriticky index spdsobilosti Cpk, ktory ako ukazovatel’ aktualnej, skutocnej
spdsobilosti procesu charakterizuje aj jeho polohu vo vzt'ahu k definovanému toleranénému



pol'u. Pri zadavani $pecifikacii do programu Statistica CZ, boli okrem zdrojovych udajov
zadefinované horna toleranénti hranicu (USL) hmotnosti nanosu lepidla 56 g/m? a dolna
toleranénu hranicu (LSL) hmotnosti nanosu lepidla 48 g/m? . Vystupom programu bol vypocet
koeficientov Cp a Cpk a grafické zobrazenie intervalového rozdelenia pocetnosti hmotnosti
nanosov lepidla. Pre vypocty bol pouzity modul Popisnej Statistiky a modul Priemyselna
Statistika &Sigma - Analyza procesov.

Vyhodnotenie vysledkov merani

Priemerné hodnoty hmotnosti nanosov lepidla v 12 stiboroch merani a pri 576 vzorkach sa
pohybovali v rozpiti od 51,44 g/m? do 53,23 g/m?2. V ramci merani sa vyskytla minimalna
hodnota nanosu lepidla 46,26 g/m? a maximalna hodnota 60,50 g/m?. Prekro¢enie dolnej
toleranénej hranice 48 g/m? sa vyskytlo v 16 pripadoch ato v intervale od 46 — 48 g/m2.
Hodnoty hmotnosti prekro¢ili napriklad v intervale od 56 - 58 g/m? horni1 tolerané¢nu hranicu
az v 138 pripadoch . V intervale 58 — 60 g/m? bola prekro¢ena horna toleranéna hranice v 15
pripadoch a v jednom pripade v intervale od 60 — 62 g/m?. Pre nazornost’ uvadzame vystup
modulov Statistik pre meranie hmotnosti nanosu lepidla - obrazok ¢.1

Premenna: Nanos lepidla  Priemer: 52,7127
Sigma (celkov &):3,23146 Sigma (vnutorna):3,15537
Specifikacie : LSL= 48,0000 Nominal=52,0000 USL=56,0000
Cp=0,4226 Cpk=0,3473
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Obrazok ¢.1 Histogram rozdelenia pocetnosti hmotnosti nanosu lepidla
Zdroj: vlastné spracovanie

Hrebenovy tvar histogramu naznacuje, Ze variabilita procesu je vysoka anie je
spOsobena prirodzenym kolisanim variability v procese. Hodnoty koeficientov sposobilosti s
taktieZ nizke, celkovy koeficient Cp, mé& hodnotu 0,4226 a celkovy koeficient Cpk = 0,3473.
Obidva koeficienty si menSie ako 1, preto mdZeme na aj na zaklade sthrnnych vysledkov
konstatovat, e wyrobny proces nie je sposobily. Dalej mozeme poukazat’ na ti skutoénost, Ze
koeficient C, > Cpk, o znamena, ze proces nie je centrovany v strede toleranéného intervalu a
reaguje na vychylenie skutoc¢nej strednej hodnoty procesu p od stredu tolerancného intervalu.
Na ziklade uvedenych skutoCnosti moézeme vyslovit' zaver, Ze v procese sa vyskytuja
vymedziteI'né, systematické priciny.

Vo faze Merat’ boli vyuzité nastroje a metody: koeficienty sposobilosti procesu Cpa Cpk, Sigma
procesu, histogram, Priemyselna Statistika &Sigma

Faza Analyze - analyzovat’

Na zaklade zaverov z fazy Measure bol vo faze Analyze hlavny doéraz kladeny na
identifikéciu hlavného problému, usporiadanie moznych pricin a identifikaciu pri¢in nezhdd,
ktoré sposobili variabilitu procesu lisovanie - nanasanie lepidla. Metoda braistormingu bola
vyuzita pri interpretacii analyzovanych tdajov z merani, stanoveni konkrétneho problému,
usporiadania moznych pric¢in problému a pri tvorbe Ishikawovho diagramu. V prvej faze boli
stanovené pri¢iny prvého stupna, ktoré boli nasledne roz¢lenené na pric¢iny druhého a tretieho
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stupia. Prvy stupen vzniku moznych pricin bol definovany vstupnym materialom, pracovnymi
podmienkami, prevadzkovym vybavenim, zamestnancami a technologickymi podmienkami.
Pri vstupnych materidloch bolo zistené, ze by sa mal klast' zvySeny doraz na kontrolu
technickych parametrov lepidla - ako st teplota a viskozita. Uvedené parametre primarny vplyv
na hmotnost’ nanosu lepidla na dielce z DTD. Vplyv nedodrzania technickych parametrov DTD
a zosadenky sa pocas merani vyrazne neprejavil. Pri sledovani vzniku nezhdd boli zistené
nedostatky v dodrziavani technologickej discipliny obsluhou nanasacky lepidla, hlavne pri
nastavovani nanosov lepidla. Nizky nanos lepidla sposoboval tzv. suché miesta a obsluha, aby
sa vyhla tejto chybe pri nanasani lepidla nastavovala nanos lepidla, ktory prekracoval hornt
toleran¢nu hranicu. Uvedeny problém vznikal aj z dovodu prechodu na iny typ lepidla, s
ktorého napefiovanim sa znizovala sa hmotnost z 82 g/m? na 52 g/m?. Navrh Ishikawovho
diagramu , ktory zobrazuje dekompoziciu pri¢in prvého stupna na pri¢iny druhého a tretieho
stupiia je zobrazeny na obrazku ¢.2.
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Obrazok €. 2 Ishikawov diagram dekompozicie pri¢in nezhéd
Zdroj: vilastné spracovanie

Vo faze Analyze boli vyuzité nastroje a metddy: brainstorming, Ishikawov diagram,
Priemyselna Statistika &Sigma - Analyza procesov.

Faza Improve - zlepSovat’

Pre zvySenie vykonnosti procesu na zaklade zaverov z faz Measure a Analyze bolo
hlavnym cielom fazy Improve vypracovanie a realizacia navrhu opatreni tzv. reakéného planu
pre proces lisovanie - nanasanie lepidla. Reakény plan obsahuje grafické zndzornenie
umiestnenia hodnét hmotnosti ndnosu lepidla v jednotlivych pasmach regulacného diagramu
apostup cinnosti, ktoré ma vykonavat obsluha  pri nastavovani, merani, kontrole



a odovzdéavani informacii. Navrh reakéného planu pre proces lisovania je uvedeny na obrazku
¢. 3.

Reakény plan pre proces lisovania buk — nanadanie lepidla
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Obrazok ¢.3 Navrh reakéného planu pre proces lisovanie
Zdroj: vilastné spracovanie

Na zaklade pokynov uvedenych v reakénom plane boli s odstupom ¢asu vykonané
merania v ramci verifikacie opatreni na zniZenie nezhdd z dovodu nekvalitného nanasania
lepidla v kritickom procese lisovanie — nanasanie lepidla.

Vyhodnotenie vysledkov merani po zavedeni napravnych opatreni

Po zavedeni napravnych opatreny sa pohybovali priemerné hodnoty hmotnosti ndnosov
lepidla v 20 stiboroch merani a pri 100 vzorkach od 52,14 g/m? do 53,03 g/m?. V ramci merani
sa vyskytla minimalna hodnota nanosu lepidla 46,48 g/m? a maximalna hodnota 59,48 g/m?.
Prekrocenie dolnej toleranénej hranice 48 g/m? sa vyskytlo v 17 pripadoch a to v intervale od
46 — 48 g/m% Hodnoty hmotnosti prekro¢ili napriklad v intervale od 56 - 58 g/m? hornu
toleranénu hranicu az v 108 pripadoch, ¢o je 021,18 % menej ako sa vyskytovali pred
napravnymi opatreniami . V intervale 58 — 60 g/m? bola prekrocend horna toleran¢na hranice
v 12 pripadoch a hodnoty v intervale od 60 — 62 g/m? sa uz nevyskytli vobec. Pre nazornost
uvadzame vystup modulov Statistik pre meranie hmotnosti nanosu lepidla - obrazok ¢. 4



Premenna: Nanos lepidla po napravnych opatreniach Priemer: 53,6109
Sigma (celkova:2,67918 Sigma (vnutorna):2,54503
Specifikacie : LSL= 48,0000 Nomin&l=52,0000 USL=56,0000
Cp=0,5239 Cpk=0,3129
220 -3,(T) LSL NOMINAL USsL +3,8(T)
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Obrazok ¢.4 Histogram rozdelenia pocetnosti hmotnosti nanosu lepidla po napravnych
opatreniach

Zdroj: vilastné spracovanie

Pocetnost’

Na prvy pohl'ad ma histogram zvonovity tvar, ¢o by naznacovalo, Ze variabilita procesu
sa znizila oproti povodnému stavu. V skutocnosti je histogram asymetricky, pretoze jeho vrchol
je posunuty smerom k hornej regulacnej hranici, o znamena, Ze na proces eSte stale posobia
vykyvy sposobené prirodzenym kolisanim variability. Hodnoty hmotnosti nanosu lepidla sa
pohybovali v rozpiti od 46,23 g/m? do 59,98 g/ m?, ¢o je pozitivne.

Hodnoty koeficientov sposobilosti sa zvysili, celkovy koeficient Cp ma hodnotu 0,5239
a celkovy koeficient Cpk = 0,3129. Obidva koeficienty vykazuji vysSie hodnoty oproti
povodnému stavu, ale stidle st menSie ako 1. Na zdklade uvedenych suhrnnych vysledkov
konStatovat, Ze vyrobny proces nie je eSte sposobily a vyskytuju sa v iom vymedzitelné,
systematické pri¢iny. Dalej moéZzeme poukéazat’ na ta skutocnost, Ze koeficient Cp > Cpk, ¢o
Znamena, Ze proces nie je centrovany v strede tolerancného intervalu a reaguje na vychylenie
skutoénej strednej hodnoty procesu p od stredu toleran¢ného intervalu a to smerom k hornej
regulacnej hranici. Proces eSte stile produkuje nezhodné vyrobky, vyskytuji sa v flom
vymedzitel'né, systematické pri€iny, ktoré bude potrebné d’alej analyzovat’ a v d’alSom $tadiu
zlepSovania eliminovat’ alebo odstranit’. Po zavedeni reakéného planu sa pri kontrolnom merani
vyskytli prekroc¢enia hornej a dolnej regulacnej hranice, ale viac hodn6t z merani osciluje okolo
centralnej priamky a hornej regulacnej hranice. Z uvedené¢ho vyplyva, Ze nie st obsluhou
dodrziavané vSetky opatrenia z reakéného planu a to konkrétne nastavenie nanosu lepidla.

Vo faze Improve boli vyuzité nastroje a metddy: brainstorming, Ishikawov diagram,
koeficienty sposobilosti procesu Cp a Cpk Sigma procesu , histogram, Priemyselna Statistika
&Sigma.

Faza Control - Riadit’

V procese vyroby nabytkovych dielcov bolo podstatné dosiahnut’ nanos lepidla podla
technologického predpisu 52 g/m? s odchylkou + 4 g/ m?, ¢o v nasom pripade predstavovalo
regulovanu veli¢inu. Vzhl'adom k tomu, ze regulované veli¢iny boli merané v Spojitej stupnici,
pouzili sme na regulaciu vo faze Controlna ilustraciu dvojicu regulaénych diagramov. Jeden
graf charakterizuje polohu regulovanej veli¢iny — strednej hodnoty (priemeru) a druhy sa
pouziva na regulaciu variability regulovanej veli€iny prostrednictvom reguldcie rozpitia
a smerodajnej odchylky. Pri kontrolnom merani sme urcili pocet podskupin t. j. pocet vyberov
k = 20. Nasledne bol uréeny kontrolny interval t. j. konStantny ¢asovy interval medzi dvoma
po sebe iducimi vybermi sme stanovili na zdklade technologickych obmedzeni kazdych 20
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minut. Stanoveny bol rozsah podskupin t. j. vel'kost’ vyberu n = 5, ktoré predstavovali pocet
kontrolovanych vyrobkov v jednej podskupine k. Celkovo bolo uskutocnenych 100 merani.
V procese boli zabezpecené potrebné podmienky pre regulaciu a to nemennost'ou vsetkych
znamych vplyvov, ako aj vybavenie pracoviska a Skolenie zamestnancov. Pre vypocty bol
pouzity modul Popisnej Statistiky a modul Priemyselna Statistika &Sigma — Diagramy riadenia
kvality.

X- diagram a R-diagram; Premenna: Nanos lepidla

Histogram priemerov X-diag.: 52,864; Sigma: 1,3099; n: 5,
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Obrazok ¢. 5 Regula¢né diagramy priemeru a rozpitia pre regulovanu veli¢inu — nanos
lepidla

Zdroj: viastné spracovanie

Z regula¢ného diagramu priemeru a rozpitia pre regulovani veli¢inu — nanos lepidla
vyplyva, Ze nameran¢ hodnoty sa nenachadzaji mimo regulaénych hranic prislusného
regulaéného diagramu. V tomto pripade je mozné prijat’ predpoklad, Ze proces je stabilny
a vypocitané regulacné hranice je mozné pouzivat’ v Statistickej regulacii danej regulovanej
veliCiny.

X- diagram a diagram s; Premenna: Nanos lepidla
Histogram priemerov X-diag.: 52,864; Sigma: 1,3055; n: 5,
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Obrazok ¢.6 Regula¢né diagramy priemeru a smerodajnej odchylky pre regulovanu
veli¢inu — nanos lepidla
Zdroj: viastné spracovanie



Z regula¢ného diagramu smerodajnej odchylky je mozné vidiet’, Ze priemerna hodnota
smerodajnej odchylky je 1,2271 a ostatné hodnoty sa pohybuju vrozpdati od 0,5 — 2
a nepresahuju regulacné hranice, ¢o potvrdzuje predpoklad, ze proces je stabilny.

X-diagram a diagram MR; Premenna: Nanos lepidla

Histogram hodnét X: 53,071; sigma: 1,5799; n: 1,
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Obrazok ¢.7 Regulaéné diagramy priemeru a individualnych hodnét pre regulovanu
veli¢inu — nanos lepidla
Zdroj: vlastné spracovanie

Pre detailnejSie vyhodnotenie situacie bol zvoleny rozsahu vyberu n =1 a bola vyuzita
moznost’ pouZzitia regulaéného diagramu individuélnych merani. V tomto pripade bol pouziti
regulaény diagram individudlnych hodnét s regulaénym diagramom kizavych rozpiti.
Z regulacného diagramu kizavého rozpitia ako rozdielu hodnét dvoch po sebe nasledujucich
merani je zrejmé, Ze priemerna hodnota je 1,7827 a najpocetnejSiu skupinu tvori rozsah od 0 —
1. Tento diagram by bolo vhodné pouzit’ viac v pripade, ze by bola v procese aplikovana
automatickd kontrola a merania a merala by sa regulovana veli¢ina pri kazdom vyrobku, ¢o by
bolo ekonomicky a ¢asovo naro¢né.

Vo faze Control boli vyuzité nastroje a metddy:
- Regula¢né diagramy
- Priemyselna Statistika &Sigma

Zaver
Vysledkom pripadovej Stadie bol navrh Modelu zlepSovania procesov nabytkarske;

vyroby s vyuzitim koncepcie Six Sigma podl'a krokov DMAIC, ktory je uvedeny na obrazku €.
8.



MODEL ZLEPSOVANIA PROCESOVNABYTKARSKEJVYROBY

METODOLOGIOU SIX SIGMA
= Definovanie
E Identifikicia Analvza kritické!u;,
A FOCESOV zh-"d 4 procesu,ciela,
> E 4 P /‘J nezho ,f/ terminu a rimeca
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avypoctov e kritickych | &
koeficientov procesov PNCEE—MT o}
sposobilost
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syntezy, nastroje spozobilosti procesov, Pande et. al.(2002),
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timova praca dekomporicia pricin

Obrazok €. 8 Model zlepiovania procesov nabytkarskej v¥roby metodologion Six Sigma

Zdrof: viasing spracovanle
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Pokracovanie obrazka ¢. 3 Model zlep3ovania procesov nabytkarskej vyroby

metodologiou Six Sigma
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